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Beschreibung 



Anordnung mit einer von einem Tragerelement getragenen 
elektrischen Schaltung und Verfahren zur Herstellung einer 

solchen Anordnung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung gemafi dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und ein Verfahren gemafi dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 18, d.h. eine Anordnung mit 
einer von einem Tragerelement getragenen elektrischen Schal- 
tung mit an einer Oberflache des Tragerelements vorgesehenen 
elektrisch leitenden Struktur, und ein Verfahren zur Herstel- 
lung einer solchen Anordnung. 

Eine solche Anordnung ist beispielsweise ein unter Verwendung 
der Dunnf ilm-Technik hergestelltes Bauteil. Ein solches Bau- 
teil besteht aus 

- einem im allgemeinen als Substrat bezeichneten und ubli- 
cherweise aus Keramik, Silizium oder Glas bestehenden 
plattchenformigen Tragerelement, 

- einer unter Verwendung der Dunnf ilm-Technik auf das Trager- 
element, genauer gesagt auf die Oberflache einer bestimmten 
Seite des Tragerelements auf gebrachten elektrisch leitenden 
Struktur, wobei diese elektrisch leitende Struktur ein- 
oder mehrlagig ausgebildet sein kann, und wobei durch diese 
elektrisch leitende Struktur 

- Leiterbahnen, 

- passive Bauelemente wie Widerstande, Spulen und Kondensa- 
toren, 

- aktive Bauelemente wie beispielsweise Transistoren, 

- erste Kontaktstellen (Pads) zur Herstellung einer Verbin- 
dung mit auf dem Tragerelement zu montierenden Bauteilen 
wie beispielsweise einem oder mehreren Halbleiter-Chips 
und/oder zusatzlichen oder anderen Bauteilen, und 

- zweite Kontaktstellen (Pads) zur Herstellung einer Ver- 
bindung mit im Gehause der Anordnung enthaltenen Ein- 
und/oder Ausgabeanschlttssen (zum Anschlufi der Anordnung 



an andere Komponenten des die Anordnung enthaltenden 
Systems) 
gebildet werden konnen, 

- gegebenenf alls auf das Tragerelement montierten und mit den 
ersten Kontaktstellen verbundenen Bauteilen, und 

- einem die genannten Komponenten umgebenden und die bereits 
erwahnten Ein- und/oder Ausgabeanschlusse der Anordnung 
aufweisenden Gehause. 

Anordnungen dieser Art ermoglichen es bekanntlich, beliebige 
elektrische Schaltungen auf relativ einfache Art und Weise 
auf sehr kleinem Raum unterzubringen . 

Allerdings lassen sich solche Anordnungen nicht flir alle An- 
wendungen einsetzen. Beispielsweise ist es nicht oder nur mit 
unverhaltnismafiig groBen Aufwand moglich, durch eine solche 
Anordnung einen induktiven Sensor zu realisieren. Zwar wurde 
es keinerlei Probleme bereiten, die zur Erfassung von Magnet- 
feldern vorzusehenden Spulen zu realisieren (dies kann durch 
eine entsprechende Ausbildung und Anordnung der elektrisch 
leitenden Struktur geschehen) , doch bereiten die Lage der 
vorstehend bereits erwahnten zweiten Kontaktstellen und/oder 
der Verlauf der daran angeschlossenen, in der Regel durch 
Bonddrahte gebildeten Verbindungsleitungen zu den Ein- 
und/oder Ausgabeanschlussen der Anordnung, und unter Um- 
standen auch die Lage der Ein- und/oder Ausgabeanschlusse 
Schwierigkeiten . Letzteres hat zwei Griinde: einerseits mufi 
die Umgebung des die Spule (n) bildenden Teils der elektrisch 
leitenden Struktur frei von elektrisch leitenden Materialien 
sein (anderenf alls konnen sich die Funktion des Sensors be- 
eintrachtigende Spiegelstrome bilden) , und andererseits kon- 
nen sich aus dem Verlauf der Verbindungsleitungen Einschran- 
kungen bei der Positionierung des Sensors ergeben (insbeson- 
dere kann es vorkommen, dafi der Sensor, genauer gesagt die 
darin enthaltenen Spulen nicht wunschgemaJJ nahe an der 
Magnetfeld-Quelle plaziert werden konnen) . 



Bislang ist keine, jedenfalls keine mit vertretbarem Aufwand 
realisierbare Moglichkeit zur Beseitigung der genannten Pro- 
bleme bekannt. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
die Anordnung gemafi dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und 
das Verfahren gemafi dem Oberbegriff des Patentanspruchs 18 
derart weiterzubilden, dafi sich Anordnungen der vorliegend 
betrachteten Art vielfaltiger einsetzen lassen. 

Diese Aufgabe wird er f indungsgemafi durch eine Anordnung mit 
den im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 beanspruch- 
ten Merkmalen bzw. durch ein Verfahren mit den im kennzeich- 
nenden Teil des Patentanspruchs 18 beanspruchten Merkmalen 
gelost. 

Die erf indungsgemafie Anordnung zeichnet sich dadurch aus, dafi 
auf der dem Tragerelement zugewandten Seite der elektrisch 
leitenden Struktur eine Oder mehrere weitere Komponenten der 
elektrischen Schaltung angeordnet sind. 

Eine solche Anordnung von "weiteren Komponenten" der elektri- 
schen Schaltung ermoglicht es, die eingangs erwahnten, norma- 
lerweise durch Pads gebildeten zweiten Kontaktstellen durch 
andere Verbindungsvorrichtungen wie beispielsweise durch 
elektrische Verbinder oder durch zum Aufloten der Anordnung 
auf eine elektrische Leiterplatte geeignete Kontaktelemente 
wie beispielsweise Kontaktstif te zu ersetzen, wobei diese 
Verbindungsvorrichtungen unabhangig von der Lage des Rests 
der elektrischen Schaltung an beliebigen Stellen innerhalb 
der Anordnung angeordnet werden konnen und damit beispiels- 
weise auch von der Unterseite des Tragerelements her kontak- 
tierbar sein konnen. 

Dadurch konnen nunmehr auch induktive Sensoren oder sonstige 
elektrische Schaltungen, die bisher nicht oder nur einge- 
schrankt unter Verwendung der Dunnf ilm-Technik hergestellt 



werden konnten, unter Verwendung der Dunnf ilm-Technik her- 
gestellt werden. 

Daruber hinaus kann eine wie beansprucht ausgebildete Anord- 
nung auch kleiner und kompakter realisiert werden als es bei 
herkoramlichen Anordnungen der im Oberbegriff des Patentan- 
spruchs 1 genannten Art der Fall 1st. 

Die genannten Verbindungseinrichtungen konnen namlich so aus- 
gebildet sein, dafi sie direkt, d.h. ohne Umweg iiber in einem 
Gehause der Anordnung vorgesehene Ein- und/oder Ausgabe- 
anschliisse mit anderen Komponenten des die Anordnung ent- 
haltenden Systems verbunden werden konnen, wodurch auf das 
Vorsehen der Ein- und/oder Ausgabeanschlusse und des diese 
tragenden Gehauses oder Gehauseteils verzichtet werden kann. 
Daruber hinaus konnen auch elektrische Bauteile, die bislang 
auf die vom Tragerelement abgewandte Seite der elektrisch 
leitenden Struktur auf dieser angeordnet wurden, in das 
Tragerelement verlagert werden, wodurch die Flache der Anord- 
nung verringert werden kann. 

Das erf indungsgemafle Verfahren zeichnet sich durch die 
Schritte 

- Aufbringen der elektrisch leitenden Struktur auf ein tempo- 
rares Substrat, 

- Montage weiterer Komponenten der elektrischen Schaltung auf 
die elektrisch leitende Struktur, 

- Aufbringen einer das Tragerelement bildenden Masse auf die 
auf die die genannten Schaltungsteile tragende Seite des 
temporaren Substrats, und 

- Entfernen des temporaren Substrats 

aus und stellt eine besonders einfache Moglichkeit zur Her- 
stellung einer Anordnung der in Patentanspruch 1 beanspruch- 
ten Art dar. 



Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unter- 
anspriichen, der folgenden Beschreibung und den Figuren ent- 
nehmbar . 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausf Uhrungsbeispie- 
len unter Bezugnahme auf die Figuren naher erlautert. Es zei- 
gen 

Figur 1 den Aufbau eines Ausf uhrungsbeispiels der nachfolgend 
naher beschriebenen Anordnung, und 

Figuren 2A bis 2C verschiedene Stufen bei der Herstellung der 
in der Figur 1 gezeigten Anordnung. 

Bei der im folgenden beschriebenen Anordnung handelt es sich 
um einen induktiven Sensor* Es sei jedoch bereits an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, dafl sich die nachfolgend naher be- 
schriebenen Besonderheiten der Anordnung auch bei beliebigen 
anderen Anordnungen einsetzen lassen, die eine von einem 
Tragerelement getragene elektrische Schaltung mit einer an 
einer Oberflache des Tragerelements vorgesehenen elektrisch 
leitenden Struktur aufweisen. 

Die Anordnung, deren Aufbau und Herstellung nachfolgend naher 
beschrieben werden, ist in Figur 1 gezeigt. Sie besteht aus 

- einem aus Kunststoff bestehenden Tragerelement T, welches 
im betrachteten Beispiel eine Dicke zwischen 1 mm und 2 mm 
aufweist, aber auch beliebig dicker oder diinner sein kann, 

- einer auf dem Tragerelement T, genauer gesagt auf der Ober- 
flache einer Seite des Tragerelements T auf gebrachte, durch 
einen ein- oder mehrlagigen Dunnfilm TF gebildete und eine 
oder mehrere Spulen bildende elektrisch leitende Struktur, 
und 

- zwei als SMT-Bauteile ausgebildeten elektrischen Verbindern 
CI und C2, die auf die elektrisch leitende Struktur aufge- 
lotet und so in das Tragerelement T eingebettet sind, daB 
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sie von der von der elektrisch leitenden Struktur abgewand- 
ten Seite des Tragerelements her kontaktierbar sind. 

Eine solche Anordnung lafit sich besonders einfach herstellen, 
wenn dabei wie nachfolgend unter Bezugnahme auf die Figuren 
2A bis 2C beschrieben verfahren wird. 

Ausgangspunkt der Herstellung ist ein temporares Substrat TS, 
welches ein im betrachteten Beispiel aus Metall bestehendes 
plattchenf ormiges Element ist. 

Auf dieses temporare Substrat TT wird ein ein- oder mehrlagi- 
ger Dunnfilm TF aufgebracht, wobei im Fall, daft es sich urn 
einen mehrlagigen Dttnnfilm handelt, die einzelnen Diinnfilm- 
Schichten in einer Reihenfolge aufgebracht werden, die ent- 
gegengesetzt zu der Reihenfolge ist, in welcher die Schichten 
auf dem Tragerelement T des (in der Figur 1 gezeigten) ferti- 
gen Bauteils angeordnet sind. Das daraus resultierende Zwi- 
schenprodukt ist in Figur 2A veranschaulicht . 

Danach werden die elektrischen Verbinder CI und C2, welche, 
wie vorstehend bereits erwahnt wurde, SMT-Bauteile sind, auf 
dafiir vorgesehene Kontaktstellen der durch den Dunnfilm TF 
gebildeten elektrisch leitenden Struktur aufgelotet. Das 
daraus resultierende Zwischenprodukt ist in Figur 2B ver- 
anschaulicht . 

Anschlieliend werden das temporare Substrat TS, genauer gesagt 
die die elektrisch leitende Struktur tragende Seite desselben 
und Teile der elektrischen Verbinder CI und C2 mit einer 
Masse, die im ausgeharteten Zustand das Tragerelement T des 
(in der Figur 1 gezeigten) fertigen Bauteils bildet, uber- 
bzw. umgossen. Das daraus resultierende Zwischenprodukt ist 
in Figur 2C veranschaulicht. 
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Danach wird das temporare Substrat TS (beispielsweise durch 
Wegatzen desselben) entfernt. Dadurch entsteht das in der 
Figur 1 gezeigte fertige Bauteil. 

Das in der Figur 1 gezeigte Bauteil kann prinzipiell auch auf 
beliebige andere Art und Weise hergestellt werden. 

Die in der Figur 1 gezeigte Anordnung weist unabhangig von 
der Art und Weise der Herstellung derselben die Vorteile auf, 

- dafi ihr Aufbau besser an die jeweiligen Gegebenheiten an- 
pafibar ist (dafi sie vielfaltiger einsetzbar ist), und 

- da/5 sie kleiner und kompakter realisierbar ist als es bei 
herkommlichen Anordnungen der betrachteten Art der Fall 
ist . 

Es durfte einleuchten, dafi sich diese Vorteile auch erzielen 
lassen, wenn 

- die elektrisch leitende Struktur TF nicht wie im betrachte- 
ten Beispiel durch eine Dtinnf ilm-Struktur, sondern unter 
Verwendung anderer Materialien und/oder Techniken gebildet 
wird, beispielsweise durch eine Dickschicht-Struktur, durch 
elektrisch leitende (auf das temporare Substrat auflami- 
nierte) Folien, eine kleine Leiterplatte oder eine Mehr- 
lagenkeramik, 

- durch die elektrisch leitende Struktur TF zusatzliche oder 
andere Bauteile als Spulen, oder nur elektrische Leiterbah- 
nen realisiert werden, 

- zusatzlich oder alternativ zu den elektrischen Verbindern 
weitere bzw. andere Verbindungsvorrichtungen zum Anschlufi 
der Anordnung an andere Komponenten des die Anordnung ent- 
haltenden Systems, beispielsweise zum Aufloten der Anord- 
nung auf eine elektrische Leiterplatte verwendbare Stifte, 
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auf die dem Tragerelement T zugewandte Seite der elektrisch 
leitenden Struktur TF montiert werden, 

- zusatzlich oder alternativ zu den Verbindungsvorrichtungen 
andere Bauteile wie beispielsweise Widerstande, Kondensato- 
ren, Spulen, Transistoren, Halbleiter-Chips etc. auf die 
dem Tragerelement T zugewandte Seite der elektrisch leiten- 
den Struktur TF montiert werden, 

- die auf der dem Tragerelement T zugewandten Seite der elek- 
trisch leitenden Struktur TF montierten Komponenten der 
elektrischen Schaltung anders als vorstehend beschrieben 
ausgebildet sind und/oder montiert werden, und/oder 

- das temporare Substrat TS aus einem anderen Material als 
Metall, beispielsweise aus Glas oder Keramik besteht. 

Eine wie beschrieben aufgebaute Anordnung, laBt sich unabhan- 
gig von den Einzelheiten der praktischen Realisierung und der 
Herstellung derselben kleiner und kompakter aufbauen und 
vielfaltiger einsetzen als es bei herkommlichen Anordnung der 
betrachteten Art der Fall ist; bei Verwendung des beschriebe- 
nen Herstellungsverf ahrens lafit sie sich obendrein auch noch 
sehr einfach herstellen. 
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Bezugszeichenliste 



T Tragerelement 

TF Dunnf i litis truktur 

CI elektrischer Verbinder 

C2 elektrischer Verbinder 

TS temporares Substrat 



Pa ten tan spr uche 



1. Anordnung mit einer von einem Tragerelement (T) getrage- 
nen elektrischen Schaltung mit einer an einer Oberflache des 
Tragerelements vorgesehenen elektrisch leitenden Struktur, 
dadurch gekennzeichnet, dafi auf der dem Tragerelement zu- 
gewandten Seite der elektrisch leitenden Struktur eine oder 
mehrere weitere Komponenten der elektrischen Schaltung an- 
geordnet sind. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 
das Tragerelement (T) aus Kunststoff besteht. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die auf der dem Tragerelement zugewandten Seite der 
elektrisch leitenden Struktur angeordneten Komponenten der 
elektrischen Schaltung vollstandig oder teilweise in das 
Tragerelement (T) eingebettet sind, 

4. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die elektrisch leitende Struktur 
eine ein- oder mehrlagige Dunnf ilmstruktur (TF) umfafit. 

5. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die elektrisch leitende Struktur 
eine ein- oder mehrlagige Dickschichtstruktur umfafit. 

6. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die elektrisch leitende Struktur 
eine oder mehrere ein- oder mehrlagige elektrisch leitende 
Folien umfafit. 

7. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die elektrisch leitende Struktur so 
angeordnet und ausgebildet ist, dafi durch sie passive 
und/oder aktive elektronische Bauelemente gebildet werden. 



8. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprliche, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die elektrisch leitende Struktur so 
angeordnet und ausgebildet ist, dafi durch sie bestimmte Stel- 
len auf der Oberflache des Tragerelements (T) miteinander 
verbindende Leiterbahnen gebildet werden. 

9. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dafi auch auf der vom Tragerelement (T) 
abgewandten Seite der elektrisch leitenden Struktur Komponen- 
ten der elektrischen Schaltung angeordnet sind. 

10. Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dali 
die auf der vom Tragerelement (T) abgewandten Seite der elek- 
trisch leitenden Struktur vorgesehenen Komponenten der elek- 
trischen Schaltung aufgeklebt oder aufgelotet sind. 

11. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprliche, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die auf der dem Tragerelement (T) 
zugewandten Seite der elektrisch leitenden Struktur angeord- 
neten Komponenten der elektrischen Schaltung aktive oder 
passive Bauteile umfassen. 

12. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die auf der dem Tragerelement (T) 
zugewandten Seite der elektrisch leitenden Struktur angeord- 
neten Komponenten der elektrischen Schaltung einen oder meh- 
rere Halbleiter-Chips umfassen. 

13. Anordnung nach einem der vorhergehenden AnsprUche, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die auf der dem Tragerelement (T) 
zugewandten Seite der elektrisch leitenden Struktur angeord- 
neten Komponenten der elektrischen Schaltung eine oder meh- 
rere Verbindungsvorrichtungen zur elektrischen Verbindung der 
Anordnung mit anderen Komponenten des die Anordnung enthal- 
tenden Systems umfafit. 
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14. Anordnung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Verbindungsvorrichtungen einen oder mehrere elektrische 
Verbinder (CI, C2) umfassen. 

15. Anordnung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeich- 
net, dali die Verbindungsvorrichtungen ein oder mehrere zum 
Aufloten der Anordnung auf eine elektrische Leiterplatte ge- 
eignete Kontaktelemente umfassen. 

16. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die auf der dem Tragerelement (T) 
zugewandten Seite der elektrisch leitenden Struktur angeord- 
neten Komponenten der elektrischen Schaltung zur Oberflachen- 
montage ausgelegte Elemente sind. 

17. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, dali die auf der dem Tragerelement (T) 
zugewandten Seite der elektrisch leitenden Struktur angeord- 
neten Komponenten der elektrischen Schaltung auf die dem 
Tragerelement zugewandte Seite der elektrisch leitenden 
Struktur aufgelotete oder aufgeklebte Elemente sind. 

18. Verfahren zur Herstellung einer Anordnung mit einer von 
einem Tragerelement (T) getragenen elektrischen Schaltung mit 
einer an einer Oberflache des Tragerelements vorgesehenen 
elektrisch leitenden Struktur, gekennzeichnet durch die 
Schritte 

- Aufbringen der elektrisch leitenden Struktur auf ein tempo- 
rares Substrat (TS) , 

- Montage weiterer Komponenten der elektrischen Schaltung auf 
die elektrisch leitende Struktur, 

- Aufbringen einer das Tragerelement (T) bildenden Masse auf 
die auf die die genannten Schaltungsteile tragende Seite 
des temporaren Substrats, und 

- Entfernen des temporaren Substrats. 
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19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dafi 
das Aufbringen der elektrisch leitenden Struktur auf das tern 
porare Substrat (TS) das Aufbringen einer ein- oder mehrlagi 
gen Dunnf ilmstruktur (TF) auf das temporare Substrat umfafit. 

20. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dafi 
das Aufbringen der elektrisch leitenden Struktur auf das tern 
porare Substrat (TS) das Aufbringen einer ein- oder mehrlagi 
gen Dickschichtstruktur auf das temporare Substrat umfafit. 

21. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dafi 
das Aufbringen der elektrisch leitenden Struktur auf das tern 
porare Substrat (TS) das Aufbringen einer oder mehrerer ein- 
oder mehrlagiger elektrisch leitender Folien auf das tempo- 
rare Substrat umfafit. 

22. Verfahren nach einem der Anspruche 18 bis 21, dadurch 
gekennzeichnet, dafi das Aufbringen der elektrisch leitenden 
Struktur auf das temporare Substrat (TS) so erfolgt, dafi der 
Schichtaufbau der elektrisch leitenden Struktur entgegenge- 
setzt zum Schichtaufbau der bei der fertigen Anordnung auf 
dem Tragerelement (T) vorhandenen elektrisch leitenden Struk 
tur ist. 

23. Verfahren nach einem der AnsprUche 18 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Montage der weiteren Komponenten der 
elektrischen Schaltung auf die elektrisch leitende Struktur 
durch ein Aufkleben oder Aufloten erfolgt. 

24. Verfahren nach einem der Ansprttche 18 bis 23, dadurch 
gekennzeichnet, dafi das Aufbringen der das Tragerelement (T) 
bildenden Masse durch ein Ubergiefien oder Umspritzen der auf 
dem temporaren Substrat (TS) vorgesehenen Komponenten der 
elektrischen Schaltung mit Kunststoff erfolgt. 
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25. Verfahren nach einem der Ansprtiche 18 bis 24, dadurch 
gekennzeichnet, dafi das Entfernen des temporaren Substrats 
(TS) durch Wegatzen desselben erfolgt, 

5 26, Verfahren nach einem der Ansprtiche 18 bis 2 5, dadurch 
gekennzeichnet, dafi nach dem Entfernen des temporaren Sub- 
strats (TS) auf die vom Tragerelement (T) abgewandte Seite 
der elektrisch leitenden Struktur weitere Komponenten der 
elektrischen Schaltung montiert werden. 
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Zusammenf assung 

Anordnung mit einer von einem Tragerelement getragenen 
elektrischen Schaltung und Verfahren zur Herstellung einer 

solchen Anordnung 

Das beschriebene Verfahren umfafit die Schritte: 

- Aufbringen der elektrisch leitenden Struktur auf ein tempo- 
rares Substrat (TS), 

- Montage weiterer Komponenten der elektrischen Schaltung auf 
die elektrisch leitende Struktur, 

- Aufbringen einer das Tragerelement (T) bildenden Masse auf 
die auf. die die genannten Schaltungsteile tragende Seite 
des temporaren Substrats, und 

- Entfernen des temporaren Substrats. 

Eine so oder anders hergestellte Anordnung ist vielfaltiger 
einsetzbar und kleiner und kompakter realisierbar als es bei 
herkommlichen Anordnungen der betrachteten Art der Fall ist. 
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